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２

、

技术使用权

公司的技术使用权主要系国家重大专项

———《

极大规模集成电路制造技术及成套工艺

》

项目的相关技术

，

具体介绍如下

：

（

１

）

嵌入式封装基板技术

２０１０

年

７

月

１９

日

，

公司与清华大学

（

微电子所

）

签订

《

技术开发合同

》。

合同约定

，

清华大学

（

微电子所

）

按合同中对于该

技术的要求进行研究开发

，

公司于

２０１１

年

７

月

３１

日前支付研究开发经费和报酬

３００

万元

；

对于该研究开发的技术成果

，

清华

大学

（

微电子所

）

享有专利申请权

、

使用权

、

署名权

、

荣誉权

、

申请奖励权

，

公司享有使用权

；

该技术成果若要向第三方转

让

，

必须经过公司与清华大学

（

微电子所

）

的共同认可

。

（

２

）

磁性基板的高感值电感设计技术

２０１０

年

１１

月

１

日

，

公司与中国科学院微电子研究所签订

《

技术开发合同

》。

合同约定

，

中国科学院微电子研究所按合同中

对于该技术的要求进行研究开发

，

公司分别于

２０１１

年

３

月

２０

日支付

５００

万元

、

２０１１

年

７

月

１５

日支付

５００

万元研究开发经费和报

酬

，

合计

１

，

０００

万元

；

对于该研究开发的技术成果

，

中国科学院微电子研究所享有专利申请权

、

转让权

；

发行人享有使用权

。

３

、

软件

公司的软件主要系公司购买的操作系统

、

ＥＲＰ

软件

、

财务系统等软件

。

４

、

专利

截至本招股意向书摘要签署之日

，

公司已授权专利

２２３

项

，

其中发明专利和实用新型专利分别为

２０３

项和

２０

项

，

具体情

况如下表所示

：

序号 专利权人 专利名称 类型 专利号 申请日 保护期限

１

深南电路 一种

ＰＣＢ

结构

实用新

型

２０１７２０００８５４８Ｘ

２０１７ ／ ０１ ／

０３

１０

年

２

深南电路 一种

ＰＣＢ

结构

实用新

型

２０１６２１２０２５６０６

２０１６ ／ １１ ／

０４

１０

年

３

深南电路 一种

ＰＣＢ

结构

实用新

型

２０１６２１２００３６５Ｘ

２０１６ ／ １１ ／

０４

１０

年

４

深南电路 叠层母排及大功率电源模块 发明

２０１３１０４４２５３７９

２０１３ ／ ０９ ／

２５

２０

年

５

深南电路 一种超厚铜电路板

ＢＧＡ

的制作方法 发明

２０１１１０３５６８６６２

２０１３ ／ ０１ ／

２４

２０

年

６

深南电路 自动下料输送机和下料输送方法 发明

２０１３１０３００４６０１

２０１３ ／ ０７ ／

１７

２０

年

７

深南电路 印刷电路板背钻的加工方法 发明

２０１３１０２７５０６０Ｘ

２０１３ ／ ０７ ／

０２

２０

年

８

深南电路 具有台阶槽印刷电路板的加工方法 发明

２０１３１０２６９５４８１

２０１３ ／ ０６ ／

２８

２０

年

９

深南电路 无芯基板的加工方法 发明

２０１３１０１８５７４４０

２０１３ ／ ０５ ／

１７

２０

年

１０

深南电路 一种带凹腔结构的封装基板的加工方法 发明

２０１３１０１８６１８６Ｘ

２０１３ ／ ０５ ／

１７

２０

年

１１

深南电路 大电流印刷电路板的加工方法和大电流印刷电路板 发明

２０１３１０１５７４０９Ｘ

２０１３ ／ ０４ ／

２８

２０

年

１２

深南电路 无芯基板的加工方法 发明

２０１３１０１５０３５６９

２０１３ ／ ０４ ／

２６

２０

年

１３

深南电路 一种封装基板及其制作方法和基板组件 发明

２０１３１０１０８７４１７

２０１３ ／ ０３ ／

２９

２０

年

１４

深南电路 承载大电流的电路板及其制作方法 发明

２０１３１００３２８６４７

２０１３ ／ ０１ ／

２８

２０

年

１５

深南电路 保护

ＰＣＢ

台阶板台阶面线路图形的加工方法 发明

２０１３１００１６２９０４

２０１３ ／ ０１ ／

１６

２０

年

１６

深南电路 一种数控钻机及数控钻孔方法 发明

２０１２１０５９１６３０１

２０１２ ／ １２ ／

３１

２０

年

１７

深南电路 一种检验埋容板上埋容层对位的方法 发明

２０１２１０５９３６８５６

２０１２ ／ １２ ／

３１

２０

年

１８

深南电路

承载大电流的电路板的制作方法及承载大电流的电路

板

发明

２０１２１０５８７０６９Ｘ

２０１２ ／ １２ ／

２８

２０

年

１９

深南电路 薄膜电阻材料

、

薄膜电阻及其制备方法 发明

２０１３１０６９０４３５９

２０１２ ／ １２ ／

１６

２０

年

２０

深南电路 引线框架加工方法 发明

２０１２１０５５８２９４０

２０１２ ／ １２ ／

２０

２０

年

２１

深南电路 用于层压机的热交换盘 发明

２０１２１０５３３７０９９

２０１２ ／ １２ ／

１２

２０

年

２２

深南电路

ＰＣＢ

板

Ｖ ＣＵＴ

加工方法 发明

２０１２１０５３１５６１５

２０１２ ／ １２ ／

１１

２０

年

２３

深南电路 一种电路板及电路板的余胶处理方法 发明

２０１２１０５２４２４０２

２０１２ ／ １２ ／

０７

２０

年

２４

深南电路

ＰＣＢ

干燥机 发明

２０１２１０５２４１５１８

２０１２ ／ １２ ／

０７

２０

年

２５

深南电路 多层

ＰＣＢ

板热熔邦定机构 发明

２０１２１０５２３６０４５

２０１２ ／ １２ ／

０７

２０

年

２６

深南电路 自转公转结合式搅拌机 发明

２０１２１０５２４１３１０

２０１２ ／ １２ ／

０７

２０

年

２７

深南电路 铜箔卷运输设备及方法 发明

２０１２１０４７５４８４６

２０１２ ／ １１ ／

２１

２０

年

２８

深南电路 热盘温度均匀性的测试方法及测试装置 发明

２０１２１０４７１８５５３

２０１２ ／ １１ ／

２０

２０

年

２９

深南电路

ＰＣＢ

钻靶机及其使用方法 发明

２０１２１０４７１９８６１

２０１２ ／ １１ ／

２０

２０

年

３０

深南电路 一种电镀盲孔的方法及装置 发明

２０１２１０４７１９０８１

２０１２ ／ １１ ／

２０

２０

年

３１

深南电路 一种盲孔加工方法 发明

２０１２１０４４７３９３１

２０１２ ／ １１ ／

０９

２０

年

３２

深南电路 物料取放装置 发明

２０１２１０４００８２８７

２０１２ ／ １０ ／

１９

２０

年

３３

深南电路 用于印刷电路板的丝网印刷工艺 发明

２０１２１０３２３５２８３

２０１２ ／ ０９ ／

０４

２０

年

３４

深南电路 一种线路板的制造方法及线路板 发明

２０１２１０３１２３６４４

２０１２ ／ ０８ ／

２９

２０

年

３５

深南电路 一种侧壁金属化封装产品的制作方法 发明

２０１２１０２８０５７３５

２０１２ ／ ０８ ／

０８

２０

年

３６

深南电路 一种加热器保护装置及系统 发明

２０１２１０２５４９６４Ｘ

２０１２ ／ ０７ ／

２３

２０

年

３７

深南电路 印刷电路板转移装置和印刷电路板预置位装置 发明

２０１２１０２３６７４２５

２０１２ ／ ０７ ／

１０

２０

年

３８

深南电路 一种超厚铜箔电路板的阻焊加工方法

、

系统及电路板 发明

２０１２１０２３６６９３５

２０１２ ／ ０７ ／

１０

２０

年

３９

深南电路 一种

ＰＣＢ

板台阶槽的加工方法 发明

２０１２１０２１５６３１６

２０１２ ／ ０６ ／

２７

２０

年

４０

深南电路 加工印刷电路板的方法和印刷电路板 发明

２０１２１０２１２９６１Ｘ

２０１２ ／ ０６ ／

２６

２０

年

４１

深南电路 一种线路板及其加工方法 发明

２０１２１０２０４４８７６

２０１２ ／ ０６ ／

２０

２０

年

４２

深南电路 一种电路板的加工方法 发明

２０１２１０２０４４８９５

２０１２ ／ ０６ ／

２０

２０

年

４３

深南电路

在印刷电路板上加工槽的方法及印刷电路板和电子设

备

发明

２０１２１０２０３１３４４

２０１２ ／ ０６ ／

１９

２０

年

４４

深南电路 一种电路板控深钻孔深度确定方法及电路板 发明

２０１２１０１９９１３１８

２０１２ ／ ０６ ／

１５

２０

年

４５

深南电路 一种多层

ＰＣＢ

板制造方法及多层

ＰＣＢ

板 发明

２０１２１０１９７８０４６

２０１２ ／ ０６ ／

１５

２０

年

４６

深南电路 网框转移装置和网框清洗设备 发明

２０１２１０１９０７０１７

２０１２ ／ ０６ ／

１１

２０

年

４７

深南电路 线路板线路加工方法 发明

２０１２１０１９０６２３０

２０１２ ／ ０６ ／

１１

２０

年

４８

深南电路 一种线路板的加工方法 发明

２０１２１０１７２７７４３

２０１２ ／ ０５ ／

３０

２０

年

４９

深南电路 厚铜线路板的喷涂方法 发明

２０１２１０１６８９０４６

２０１２ ／ ０５ ／

２８

２０

年

５０

深南电路 具有台阶槽的

ＰＣＢ

板的加工方法 发明

２０１２１０１４４２６５Ｘ

２０１２ ／ ０５ ／

１０

２０

年

５１

深南电路 一种

ＰＣＢ

板图形成形的方法及其自动光学检测设备 发明

２０１２１０１４４１９０５

２０１２ ／ ０５ ／

１０

２０

年

５２

深南电路 线路板加工方法 发明

２０１２１０１４４２８０４

２０１２ ／ ０５ ／

１０

２０

年

５３

深南电路 电路板及其制造方法 发明

２０１２１０１４４２２５５

２０１２ ／ ０５ ／

１０

２０

年

５４

深南电路 一种去钻污咬蚀率及均匀度的测试方法 发明

２０１２１００９６０４０１

２０１２ ／ ０４ ／

０１

２０

年

５５

深南电路

ＰＣＢ

板电镀方法及装置 发明

２０１２１００５８６３４３

２０１２ ／ ０３ ／

０７

２０

年

５６

深南电路 一种印制线路板及其加工方法 发明

２０１２１００４７７５６２

２０１２ ／ ０２ ／

２８

２０

年

５７

深南电路 一种检验

ＰＣＢ

板层间分离的方法 发明

２０１２１００４２４１５６

２０１２ ／ ０２ ／

２３

２０

年

５８

深南电路 集成声音阻尼器的

ＰＣＢ

板及其制造方法 发明

２０１２１００４０９６８８

２０１２ ／ ０２ ／

２２

２０

年

５９

深南电路

ＰＣＢ

板控深钻孔检验装置及检验方法 发明

２０１２１００３１１７４５

２０１２ ／ ０２ ／

１３

２０

年

６０

深南电路 一种电路板及其制作方法 发明

２０１１１０４５９３５８７

２０１１ ／ １２ ／

３１

２０

年

６１

深南电路 印刷电路板板件

、

制作方法

、

印刷电路板及其封装方法 发明

２０１１１０４５４２５６６

２０１１ ／ １２ ／

３０

２０

年

６２

深南电路 一种打标机和自动打标系统 发明

２０１１１０４４２４６４４

２０１１ ／ １２ ／

２７

２０

年

６３

深南电路 封装基板制作方法 发明

２０１１１０４４３９６４Ｘ

２０１１ ／ １２ ／

２７

２０

年

６４

深南电路 一种控深铣槽方法及铣床 发明

２０１１１０４３９６１６５

２０１１ ／ １２ ／

２３

２０

年

６５

深南电路 一种线路板及其制作方法 发明

２０１１１０４３２９４９５

２０１１ ／ １２ ／

２１

２０

年

６６

深南电路 洗网机 发明

２０１１１０４１８０４６１

２０１１ ／ １２ ／

１４

２０

年

６７

深南电路 板件收集设备及方法 发明

２０１１１０４１８００３３

２０１１ ／ １２ ／

１４

２０

年

６８

深南电路 存取工具板系统及存取工具板方法 发明

２０１１１０４１２１５３３

２０１１ ／ １２ ／

１２

２０

年

６９

深南电路 一种控深塞孔模具及方法 发明

２０１１１０４１１３１４７

２０１１ ／ １２ ／

１２

２０

年

７０

深南电路 带有台阶槽的

ＰＣＢ

板加工方法及多层

ＰＣＢ

板 发明

２０１１１０４１２１５１４

２０１１ ／ １２ ／

１２

２０

年

７１

深南电路 埋容线路板的加工方法 发明

２０１１１０３９８６８７５

２０１１ ／ １２ ／

０５

２０

年

７２

深南电路 小型封装基板的回流焊工装以及回流焊方法 发明

２０１１１０３８７４８７Ｘ

２０１１ ／ １１ ／

２９

２０

年

７３

深南电路 具有盲孔的多层电路板的加工方法 发明

２０１１１０３７８１６８２

２０１１ ／ １１ ／

２４

２０

年

７４

深南电路 一种能够承载大电流的电路板及其加工方法 发明

２０１２１０４５８９５１４

２０１２ ／ １１ ／

１５

２０

年

７５

深南电路 一种能够承载大电流的电路板及其加工方法 发明

２０１２１０４６００９１８

２０１２ ／ １１ ／

１５

２０

年

７６

深南电路 一种超厚铜电路板

ＢＧＡ

的制作方法 发明

２０１１１０３５６８６６２

２０１３ ／ ０１ ／

２４

２０

年

７７

深南电路 金手指制作方法和具有金手指的电路板 发明

２０１１１０３５４４６６８

２０１１ ／ １１ ／

１０

２０

年

７８

深南电路

通过溅射工艺制作线路图形的方法和芯片的重新布线

方法

发明

２０１１１０３５２５０３１

２０１１ ／ １１ ／

０９

２０

年

７９

深南电路 一种

Ｕ

型叠层母排的压合装置及方法 发明

２０１１１０３５０４２４７

２０１１ ／ １１ ／

０８

２０

年

８０

深南电路 顺序投放装置及方法 发明

２０１１１０３５０４４６３

２０１１ ／ １１ ／

０８

２０

年

８１

深南电路 一种金属基线路板的加工方法及其加工用印锡治具 发明

２０１１１０３４３９４５Ｘ

２０１１ ／ １１ ／

０３

２０

年

８２

深南电路 一种多层印刷电路板对位检测方法 发明

２０１１１０２６８０９２８

２０１１ ／ ０９ ／

０９

２０

年

８３

深南电路 一种印制电路板加工方法 发明

２０１１１０２６８１３５２

２０１１ ／ ０９ ／

０９

２０

年

８４

深南电路 在电路板上制作铜柱的方法和具有表面铜柱的电路板 发明

２０１１１０２６７８８３９

２０１１ ／ ０９ ／

０９

２０

年

８５

深南电路 一种台阶板制造方法 发明

２０１１１０２５４５２５４

２０１１ ／ ０８ ／

３１

２０

年

８６

深南电路 多层电路板制作方法 发明

２０１１１０２４５５３５１

２０１１ ／ ０８ ／

２５

２０

年

８７

深南电路 电源板及其加工方法 发明

２０１１１０２４８１６８０

２０１１ ／ ０８ ／

２４

２０

年

８８

深南电路 印刷电路板加工工艺 发明

２０１１１０２４８１９１Ｘ

２０１１ ／ ０８ ／

２４

２０

年

８９

深南电路 印刷电路板钻孔方法 发明

２０１１１０２４１２５７２

２０１１ ／ ０８ ／

２１

２０

年

９０

深南电路 一种金属基线路板的压合方法 发明

２０１１１０２３６４２５９

２０１１ ／ ０８ ／

１７

２０

年

９１

深南电路 电路板阻焊桥的加工方法 发明

２０１１１０２１９４０３１

２０１１ ／ ０８ ／

０２

２０

年

９２

深南电路 数控钻孔机刀库及其制作方法 发明

２０１１１０１９６００２９

２０１１ ／ ０７ ／

１３

２０

年

９３

深南电路

ＰＣＢ

板金属化孔成型方法 发明

２０１１１０１８７９１２０

２０１１ ／ ０７ ／

０６

２０

年

９４

深南电路 一种高频电路板

实用新

型

２０１０２０１２５７７６３

２０１０ ／ ０３ ／

０８

１０

年

９５

深南电路 带有阶梯槽的

ＰＣＢ

板的制备方法 发明

２００９１０３０７８６９Ｘ

２００９ ／ ０９ ／

２８

２０

年

９６

深南电路 一种电路板的压合填胶方法及设备 发明

２０１２１０２６０７５４１

２０１７ ／ ０２ ／

０８

２０

年

９７

深南电路

承载大电流的电路板的制作方法及承载大电流的电路

板

发明

２０１２１０５８７０６９Ｘ

２０１２ ／ １２ ／

２８

２０

年

９８

深南电路 一种能够承载大电流的电路板及其加工方法 发明

２０１２１０４５８９５１４

２０１２ ／ １１ ／

１５

２０

年

９９

深南电路 一种盲孔的加工方法 发明

２０１２１０３２３５２８３

２０１２ ／ １１ ／

０８

２０

年

１００

深南电路 印刷电路板

实用新

型

２０１２２０５１４９３３９

２０１２ ／ ０９ ／

２９

１０

年

１０１

深南电路 印刷电路板

实用新

型

２０１２２０３９６５８０７

２０１２ ／ ０８ ／

１０

１０

年

１０２

深南电路 印刷电路板加工方法及印刷电路板和电子设备

实用新

型

２０１２２０２８９３００２

２０１２ ／ ０６ ／

１９

１０

年

１０３

深南电路

ＭＥＴＨＯＤ ＦＯＲ ＰＲＯＣＥＳＳＩＮＧ ＰＲＩＮＴＥＤ ＣＩＲＣＵＩＴ

ＢＯＡＲＤ， ＰＲＩＮＴＥＤ ＣＩＲＣＵＩＴ ＢＯＡＲＤ ＡＮＤ

ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ

发明

ＵＳ９，１１３，５６５ｂ２

２０１２ ／ ０６ ／

１９

２０

年

１０４

深南电路 一种多层

ＰＣＢ

板制造方法及多层

ＰＣＢ

板 发明

２０１２１０１９７９５０９

２０１２ ／ ０６ ／

１５

２０

年

１０５

深南电路 印刷电路板的加工方法 发明

２０１２１０１７１４０７１

２０１２ ／ ０５ ／

２９

２０

年

１０６

深南电路 一种封装结构及其封装方法 发明

２０１２１０１５６０８２Ｘ

２０１２ ／ ０５ ／

１８

２０

年

１０７

深南电路 一种封装结构

实用新

型

２０１２２０２２４９３０１

２０１２ ／ ０５ ／

１８

１０

年

１０８

深南电路 一种封装基板外形成形方法及装置 发明

２０１２１０１２４３２２８

２０１２ ／ ０４ ／

２５

２０

年

１０９

深南电路 一种电感检测仪以及电感检测方法 发明

２０１２１０１１２７１４２

２０１２ ／ ０４ ／

１７

２０

年

１１０

深南电路 封装基板加工方法 发明

２０１１１０４３２９４０４

２０１１ ／ １２ ／

２１

２０

年

１１１

深南电路 一种电路板铜面处理方法 发明

２０１１１０３４５１２２０

２０１１ ／ １１ ／

０４

２０

年

１１２

深南电路 一种丝网印刷对位方法 发明

２０１１１０３４３２８５５

２０１１ ／ １１ ／

０３

２０

年

１１３

深南电路 一种电路板抽真空的装置和方法 发明

２０１１１０３３９９５２２

２０１１ ／ １１ ／

０１

２０

年

１１４

深南电路 一种电路板阻焊加工方法 发明

２０１１１０３３７６７３２

２０１１ ／ １０ ／

３１

２０

年

１１５

深南电路 封装基板表面电镀方法 发明

２０１１１０３２７７２８１

２０１１ ／ １０ ／

２５

２０

年

１１６

深南电路 一种倒装基板的植球方法 发明

２０１１１０３２５２１５７

２０１１ ／ １０ ／

２４

２０

年

１１７

深南电路 芯片埋入方法和芯片埋入式电路板 发明

２０１１１０２７３６８３４

２０１１ ／ ０９ ／

１５

２０

年

１１８

深南电路 芯片埋入基板的封装方法及其结构 发明

２０１１８００７０１０４４

２０１１ ／ ０９ ／

１３

２０

年

１１９

深南电路 一种封装基板制造方法及封装基板 发明

２０１１１０２５２５７７８

２０１１ ／ ０８ ／

３０

２０

年

１２０

深南电路 埋入式电路板及其制作方法 发明

２０１１１０２３９１６５０

２０１１ ／ ０８ ／

１９

２０

年

１２１

深南电路 在挠性电路板上粘贴孤岛胶带的方法 发明

２０１１１０２３９９４０２

２０１１ ／ ０８ ／

１９

２０

年

１２２

深南电路 埋入式电路板

实用新

型

２０１１２０３０４４９４４

２０１１ ／ ０８ ／

１９

１０

年

１２３

深南电路 电子元件埋入式电路板

实用新

型

２０１１２０２８９５３６１

２０１１ ／ ０８ ／

１０

１０

年

１２４

深南电路 一种电路板的制造方法 发明

２０１１１０２１２３４６４

２０１１ ／ ０７ ／

２７

２０

年

１２５

深南电路 印制电路板制作方法 发明

２０１１１０２０８５７４４

２０１１ ／ ０７ ／

２５

２０

年

１２６

深南电路 印刷电路板药水清洁装置和印刷电路板加工系统 发明

２０１１１０１８２２７０５

２０１１ ／ ０６ ／

３０

２０

年

１２７

深南电路 对中定位装置 发明

２０１１１０１７８８１２１

２０１１ ／ ０６ ／

２９

２０

年

１２８

深南电路 钢板分类收集系统 发明

２０１１１０１７９６５０３

２０１１ ／ ０６ ／

２９

２０

年

１２９

深南电路 一种加工厚铜板线条的方法 发明

２０１１１０１７１０２９２

２０１１ ／ ０６ ／

２３

２０

年

１３０

深南电路 电路板及其加工方法 发明

２０１１１０１１０５４８８

２０１１ ／ ０４ ／

２９

２０

年

１３１

深南电路

ＰＣＢ

板件孔渣清洁设备 发明

２０１１１００４３４１４９

２０１１ ／ ０２ ／

１８

２０

年

１３２

深南电路 一种印刷线路板的表面处理方法 发明

２０１１１００４０７８２８

２０１１ ／ ０２ ／

１８

２０

年

１３３

深南电路 夹持力测量仪及夹持力测量方法 发明

２０１１１００３９８１８０

２０１１ ／ ０２ ／

１７

２０

年

１３４

深南电路

ＰＣＢ

板的加工方法及设备 发明

２０１１１０００５８３１４

２０１１ ／ ０１ ／

１２

２０

年

１３５

深南电路 油墨回收装置及油墨回收方法 发明

２０１０１０５９６２６１６

２０１０ ／ １２ ／

２０

２０

年

１３６

深南电路 一种数控钻头冷却装置及方法 发明

２０１０１０５５５１９７７

２０１０ ／ １１ ／

２３

２０

年

１３７

深南电路

ＰＣＢ

台阶板制造工艺 发明

２０１０１０５４４０３００

２０１０ ／ １１ ／

１５

２０

年

１３８

深南电路 封装基板的盲孔开窗对位靶标制作方法 发明

２０１０１０５２５６７９８

２０１０ ／ １０ ／

２７

２０

年

１３９

深南电路 一种

ＰＣＢ

板内置槽的加工方法 发明

２０１０１０５２５４００６

２０１０ ／ １０ ／

２７

２０

年

１４０

深南电路 阻光盘 发明

２０１０１０２３３７５１Ｘ

２０１０ ／ ０７ ／

２０

２０

年

１４１

深南电路

ＰＣＢ

嵌入式金属基结合力的测试方法 发明

２０１０１０２２６６５０Ｘ

２０１０ ／ ０７ ／

１４

２０

年

１４２

深南电路 一种

ＰＣＢ

板

实用新

型

２０１０２０２５４３２１１

２０１０ ／ ０７ ／

０６

１０

年

１４３

深南电路 溶液定量输送设备及其方法 发明

２０１０１０２１１１３６９

２０１０ ／ ０６ ／

２８

２０

年

１４４

深南电路 飞板式粘尘收板机 发明

２０１０１０２１２８８８７

２０１０ ／ ０６ ／

２４

２０

年

１４５

深南电路 一种双向自转式翻板系统 发明

２０１０１０２０５９１３９

２０１０ ／ ０６ ／

２１

２０

年

１４６

深南电路 一种自转式翻板机的定位机构 发明

２０１０１０２０６０６３４

２０１０ ／ ０６ ／

２１

２０

年

１４７

深南电路 一种自转式翻板机 发明

２０１０１０２０６１１１Ｘ

２０１０ ／ ０６ ／

２１

２０

年

１４８

深南电路 一种自转式翻板机的定位机构 发明

２０１０１０２０６０８５０

２０１０ ／ ０６ ／

２１

２０

年

１４９

深南电路 一种

ＰＣＢ

板背钻深度测试方法 发明

２０１０１０１９１２５４８

２０１０ ／ ０６ ／

０４

２０

年

１５０

深南电路 一种

ＰＣＢ

板加工工艺方法 发明

２０１０１０１９１６８６９

２０１０ ／ ０６ ／

０４

２０

年

１５１

深南电路 一种

ＰＣＢ

板加工工艺方法 发明

２０１０１０１９１６８９２

２０１０ ／ ０６ ／

０４

２０

年

１５２

深南电路 高密集成线路的加工方法 发明

２０１０１０１９３１５００

２０１０ ／ ０６ ／

０３

２０

年

１５３

深南电路 盲孔板化学沉镍金方法 发明

２０１０１０１８８５１３１

２０１０ ／ ０６ ／

０１

２０

年

１５４

深南电路 一种溶液自动添加系统 发明

２０１０１０１９１７７３４

２０１０ ／ ０６ ／

０１

２０

年

１５５

深南电路 调节手柄 发明

２０１０１０１８８４３５５

２０１０ ／ ０５ ／

２８

２０

年

１５６

深南电路 埋入片式器件的印刷电路板及其制造方法 发明

２０１０１０１７８６８０８

２０１０ ／ ０５ ／

２０

２０

年

１５７

深南电路 无源器件

、

无源器件埋入式电路板

实用新

型

２０１０２０１９８０４６６

２０１０ ／ ０５ ／

２０

１０

年

１５８

深南电路 一种电路板的电连接结构

实用新

型

２０１０２０１９６２６１２

２０１０ ／ ０５ ／

１８

１０

年

１５９

深南电路 一种夹头拆装工具及其旋转装置 发明

２０１０１０１６７２７２２

２０１０ ／ ０５ ／

０６

２０

年

１６０

深南电路

ＰＣＢ

控深加工方法及其设备 发明

２０１０１０１６０３５７８

２０１０ ／ ０４ ／

２０

２０

年

１６１

深南电路 一种具有台阶槽的

ＰＣＢ

板加工工艺方法 发明

２０１０１０１４７０４５３

２０１０ ／ ０４ ／

０８

２０

年

１６２

深南电路 一种具有台阶槽的

ＰＣＢ

板加工工艺方法 发明

２０１０１０１４７０４２Ｘ

２０１０ ／ ０４ ／

０８

２０

年

１６３

深南电路 一种塞孔

ＢＧＡ

网和印刷电路板塞孔方法 发明

２０１０１０１４１５７５７

２０１０ ／ ０４ ／

０１

２０

年

１６４

深南电路 双向存取工具板机构

、

系统及存取方法 发明

２０１０１０１４００８４０

２０１０ ／ ０３ ／

３１

２０

年

１６５

深南电路 暂存系统及其存取装置 发明

２０１０１０１４００９７８

２０１０ ／ ０３ ／

３１

２０

年

１６６

深南电路 层压叠板系统及应用于层压叠板的移载机 发明

２０１０１０１３７１６０２

２０１０ ／ ０３ ／

２６

２０

年

１６７

深南电路 定向运输系统和定向运输车

实用新

型

２０１０２０１４６５９５９

２０１０ ／ ０３ ／

２６

１０

年

１６８

深南电路 一种高频电路板

实用新

型

２０１０２０１３９９９４２

２０１０ ／ ０３ ／

２２

１０

年

１６９

深南电路 板膜抓取装置及其方法 发明

２０１０１０１２８４５３４

２０１０ ／ ０３ ／

１８

２０

年

１７０

深南电路 收板系统 发明

２０１０１０１２７３３９Ｘ

２０１０ ／ ０３ ／

１７

２０

年

１７１

深南电路

ＰＣＢ

板双面插件孔加工工艺 发明

２０１０１０１１９８１３４

２０１０ ／ ０３ ／

０８

２０

年

１７２

深南电路 加工

ＰＴＦＥ

材料

ＰＣＢ

板件的设备

实用新

型

２０１０２０１１６７５９３

２０１０ ／ ０２ ／

０９

１０

年

１７３

深南电路 孔加工工艺方法 发明

２０１０１０１０９０４９２

２０１０ ／ ０２ ／

０４

２０

年

１７４

深南电路 一种多层印刷电路板加工工艺 发明

２０１０１０１０９０５２４

２０１０ ／ ０２ ／

０４

２０

年

１７５

深南电路 水平去钻污专用过滤装置及过滤篮

实用新

型

２０１０２０１０９８７０Ｘ

２０１０ ／ ０２ ／

０３

１０

年

１７６

深南电路

ＰＣＢ

丝印塞孔工艺方法

、

丝印塞孔网板及其制作方法 发明

２０１０１００４４４３１Ｘ

２０１０ ／ ０１ ／

１４

２０

年

１７７

深南电路 埋电感电路板的加工方法 发明

２０１０１００４２８１９６

２０１０ ／ ０１ ／

１３

２０

年

１７８

深南电路

ＰＣＢ

塞孔固定磁芯的方法 发明

２０１０１００４２８２０９

２０１０ ／ ０１ ／

１３

２０

年

１７９

深南电路 印刷电路板加工工艺 发明

２０１０１００４２７３３３

２０１０ ／ ０１ ／

０４

２０

年

１８０

深南电路 电感式印制电路板及其加工工艺 发明

２００９１０２６６８９１４

２００９ ／ １２ ／

２５

２０

年

１８１

深南电路

ＰＣＢ

压合用工具板存取装置 发明

２００９１０２６６８９３３

２００９ ／ １２ ／

２５

２０

年

１８２

深南电路 电感式印制电路板

实用新

型

２００９２０３５１８８４Ｘ

２００９ ／ １２ ／

２５

１０

年

１８３

深南电路 波导槽制作工艺 发明

２００９１０１８９３３０９

２００９ ／ １２ ／

２４

２０

年

１８４

深南电路 一种丝网塞孔的制作工艺 发明

２００９１０１８９３７０３

２００９ ／ １２ ／

２３

２０

年

１８５

深南电路 一种

ＰＣＢ

加工工艺方法 发明

２００９１０１８９３７２２

２００９ ／ １２ ／

２３

２０

年

１８６

深南电路

ＰＣＢ

加工方法 发明

２００９１０１８９３７１８

２００９ ／ １２ ／

２３

２０

年

１８７

深南电路 微带天线滤波器结构制作方法 发明

２００９１０３１０７２８３

２００９ ／ １２ ／

０１

２０

年

１８８

深南电路 薄板印制电路板加工方法及薄板印制电路板 发明

２００９１０２５２３５５９

２００９ ／ １１ ／

２６

２０

年

１８９

深南电路 一种

ＰＣＢ

板加工方法 发明

２００９１０１０９８３５Ｘ

２００９ ／ １１ ／

２０

２０

年

１９０

深南电路

ＰＣＢ

板堵孔方法以及制作双面

ＰＣＢ

板的方法 发明

２００９１０３０９５５３４

２００９ ／ １１ ／

１１

２０

年

１９１

深南电路 多层印刷电路板的加工方法 发明

２００９１０３０９３８６３

２００９ ／ １１ ／

０６

２０

年

１９２

深南电路

ＰＣＢ

板混压成型方法 发明

２００９１０３０９２９０７

２００９ ／ １１ ／

０５

２０

年

１９３

深南电路 微带天线滤波器结构及其制作方法 发明

２００９１０２０８８７６４

２００９ ／ １０ ／

３０

２０

年

１９４

深南电路 线路板的加工方法及线路板 发明

２００９１０２２１２１３６

２００９ ／ １０ ／

２９

２０

年

１９５

深南电路 一种阶梯槽底部图形化线路板的加工方法 发明

２００９１０２０７８６７３

２００９ ／ １０ ／

２８

２０

年

１９６

深南电路 线路板的加工方法及线路板 发明

２００９１０２１００００３

２００９ ／ １０ ／

２１

２０

年

１９７

深南电路 背钻漏钻的检测方法 发明

２００９１０３０８０２０４

２００９ ／ ０９ ／

３０

２０

年

１９８

深南电路 印刷电路板盲孔的加工方法 发明

２００９１０３０６８５０３

２００９ ／ ０９ ／

１０

２０

年

１９９

深南电路 叠板台 发明

２００９１０３０１８９０９

２００９ ／ ０４ ／

２７

２０

年

２００

深南电路 采用双头压插针压接制作高多层盲孔多层板的方法 发明

２００９１０１０６１０９２

２００９ ／ ０３ ／

１６

２０

年

２０１

深南电路 一种集成于

ＰＣＢ

上的谐振腔制备方法 发明

２００９１０１２７５５１３

２００９ ／ ０３ ／

１３

２０

年

２０２

深南电路 电子设备及其散热基板 发明

２００９１０１０５２３９４

２００９ ／ ０１ ／

２１

２０

年

２０３

深南电路 印刷电路板组件及其制造方法 发明

２００８１０２１７０８７２

２００８ ／ １０ ／

２０

２０

年

２０４

深南电路

ＰＣＢ

和金属基的结合结构

实用新

型

２００８２００９４２９９１

２００８ ／ ０６ ／

０３

１０

年

２０５

深南电路

、

深圳

市金洲精工科技

股份有限公司

一种用于

ＰＣＢ

板钻孔的微型钻头 发明

２００７１００７７５３４４

２００７ ／ １１ ／

３０

２０

年

２０６

深南电路

ＰＣＢ

板薄芯板贴膜结构 发明

２００７１００７５２５１６

２００７ ／ ０７ ／

２０

２０

年

２０７

深南电路

ＰＣＢ

板负压电镀方法 发明

２００６１００６１５４１０

２００６ ／ ０７ ／

０４

２０

年

２０８

无锡深南 印制电路板层间对位科邦测量装置

实用新

型

２０１６２００９７９０５Ｘ

２０１６ ／ ０１ ／

２９

１０

年

２０９

无锡深南 超厚铜图形制作方法及具有超厚铜图形的

ＰＣＢ

板 发明

２０１１１０４５１６２１８

２０１１ ／ １２ ／

２９

２０

年

２１０

无锡深南 厚铜电路板及其制造方法 发明

２０１１１０４１７９９１Ｘ

２０１１ ／ １２ ／

１４

２０

年

２１１

无锡深南 电路板沉铜质量的检测方法及电路板的制造工艺 发明

２０１１１０３９２４５２５

２０１１ ／ １２ ／

０１

２０

年

２１２

无锡深南 一种对电路板导电孔进行树脂塞孔的方法 发明

２０１１１０２８５６４７Ｘ

２０１１ ／ ０９ ／

２３

２０

年

２１３

无锡深南 分段金手指的镀金方法 发明

２０１１１０２４８１７９９

２０１１ ／ ０８ ／

２４

２０

年

２１４

无锡深南 存取

ＰＣＢ

工具板机构及系统

、

存取

ＰＣＢ

工具板方法 发明

２０１１１０１８６８６１Ｘ

２０１１ ／ ０７ ／

０５

２０

年

２１５

无锡深南 厚铜线路板表面贴的加工方法 发明

２０１１１０１０１０２２３

２０１１ ／ ０４ ／

２１

２０

年

２１６

无锡深南 等长金手指的镀金方法 发明

２０１０１０６０７９９１１

２０１０ ／ １２ ／

２８

２０

年

２１７

无锡深南 一种防渗镀的

ＰＣＢ

镀金板制造工艺 发明

２０１０１０５５５１２０Ｘ

２０１０ ／ １１ ／

２３

２０

年

２１８

无锡深南

ＰＣＢ

板喷涂夹具 发明

２００９１０１８８６６３Ｘ

２００９ ／ １２ ／

０９

２０

年

２１９

天芯互联 埋入式电路板及其制作方法 发明

２０１１１０２３４７２８７

２０１１ ／ ０８ ／

１６

２０

年

２２０

天芯互联 电子元件埋入式电路板及其制造方法 发明

２０１１１０２２８７１０６

２０１１ ／ ０８ ／

１０

２０

年

２２１

天芯互联 一种堆叠封装结构及其制作方法 发明

２０１０１０２８５０８６９

２０１０ ／ ０９ ／

１７

２０

年

２２２

天芯互联 无源器件

、

无源器件埋入式电路板及其制造方法 发明

２０１０１０１７８６７８０

２０１０ ／ ０５ ／

２０

２０

年

２２３

天芯互联 芯片埋入式印刷电路板的制造方法 发明

２０１０１０１７５９８４９

２０１０ ／ ０５ ／

１４

２０

年

注

：

第

１０３

项专利为公司在美国申请的专利

；

第

２０５

项专利为公司与深圳市金洲精工科技股份有限公司共有

。

公司上述专利均为深南电路自主研发取得

，

其中第

２０５

项系与他人合作开发

、

共同共有

，

无锡深南及天芯互联拥有的

专利均受让自深南电路

。

截至本招股意向书摘要签署之日

，

公司自有商标

、

专利均处于正常使用状态

，

不存在权利提前终

止等异常情况

，

不会对公司生产经营产生不利影响

。

（

２

）

与深圳金洲精工共有专利的研发背景

、

共有人关于权利行使的约定

２００７

年

２

月

８

日

，

公司与深圳金洲精工科技股份有限公司签订了

《

合作研究开发合同书

》，

项目名称为

“

高精度

、

低孔粗

用微钻开发

”，

合同履行期限为

２００７

年

２

月

８

日至

２００７

年

７

月

３１

日

。 《

合作研究开发合同书

》

第八项对合作研发技术成果的归

属和分享进行如下约定

：

“

１

、

本项目技术成果的知识产权中

，

包括但不限于版权

、

专利权

、

专利申请权

、

技术秘密归属由甲

、

乙双方共同所有

。

在合同履行期内

，

未经双方同意任何一方不得将该项技术成果以任何方式透露

、

提供

、

许可

、

转让或交给任意第三方

（

包

括甲方

、

乙方单位中与本项目无关的人员

）。

２

、

甲

、

乙双方对企业组织发生变动

，

如分立

、

合并

、

股权变更等情况下

，

甲

、

乙方及与甲

、

乙方具有投资关系的企业对

本合同技术成果的独立使用权可以随之附带转移或分享

。

３

、

甲

、

乙双方对本合同项下的技术成果在本协议到期

２

年之后

，

均有二次开发和改进的权利

，

由任意一方二次开发和

改进产生的生产技术成果的知识产权全部归该方所有

。 ”

根据上述合同第八项第

１

款

“

本项目技术成果的知识产权中

，

包括但不限于版权

、

专利权

、

专利申请权

、

技术秘密归属

由甲

、

乙双方共同所有

。 ”

的约定

，

公司在与深圳金洲精工科技股份有限公司项目中已经取得了对于相关技术成果知识产

权

（

共同共有

）。

（

３

）

公司相关专利的保护范围

１

）

内销产品

截至本反馈意见签署之日

，

公司及其子公司已授权专利

２２３

项

，

其中

１

项

ＰＣＴ

专利同时注册于中国和美国

，

其余

２２２

项

专利均注册于中国

，

故公司专利的保护范围能够覆盖全部内销产品

。

２

）

外销产品

公司申请的境外专利数量较少

，

主要原因在于境外专利申请时间较长

、

费用较高

，

且公司产品的工艺技术更新速度

较快

，

加之专利的地域属性较强

，

公司基于成本效益方面的考量

，

未对所有境外销售的产品申请专利

。

为了避免侵权人在境外制造且销售可能侵犯公司专利权的产品

，

公司主要通过以下方式进行防范

：

①

公司境外销售的主要终端客户为诺基亚

、

霍尼韦尔

、

罗克韦尔柯林斯等全球知名大型企业

，

该等客户对知识产权

保护的意识强

，

内部管理及风险控制要求高

。

公司的产品均为定制化产品

，

系根据客户提供的设计图纸进行加工生产

，

故

在知识产权风险的防控及事前监督上

，

客户均有良好的评估与防范措施

；

②

针对外销产品

，

公司亦会组织相关人员进行境外已有相关知识产权的检索分析与排查工作

，

以避免侵犯外销国家

或地区已有专利技术

，

进而降低了境外知识产权纠纷的法律风险

。

５

、

商标

截至本招股意向书摘要签署之日

，

公司共拥有

９

项在中国境内

、

境外注册的商标

，

具体情况如下表所示

：

�

注

：

第

９

项商标系马德里协议商标

。

公司上述商标均为原始取得

，

目前均处于正常使用状态

，

不存在权利提前终止等异常情况

，

不会对公司生产经营产

生不利影响

。

公司建立了

《

深南电路知识产权管理制度

》，

对专利与商标的管理及申请

、

专利的实施和许可使用

、

商标的许可和受

让使用

、

专利奖励

、

商标保护等内容均做出了具体规定

。

公司严格执行商标

、

专利管理的内部控制制度

，

对商标与专利进

行管理

，

确保该制度能够有效运行

。

六

、

同业竞争与关联交易

（

一

）

同业竞争

１

、

公司与控股股东

、

实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要签署之日

，

公司控股股东中航国际控股

、

实际控制人中航工业不从事与公司之业务相竞争的

经营性业务

，

亦未控制其他与公司业务相竞争的企业

。

公司与控股股东

、

实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞

争

。

２

、

避免同业竞争的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争

，

实际控制人中航工业出具以下承诺

：

“（

一

）

除深南电路外

，

本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南电路主营业务相同或类似的业务

，

与深南

电路不构成同业竞争

。

本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与深南电路的主营业务有竞争或可能构成竞争的业

务

，

不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制

，

以避免与深南电路构成同业

竞争

。

（

二

）

本公司将持续保证本公司及本公司控制的其他企业在未来不直接或间接从事

、

参与或进行与深南电路的生产

、

经营相竞争的任何活动

；

若未来本公司直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务

，

本公司承诺将

在该公司的股东大会

／

股东会和

／

或董事会针对该事项

，

或可能导致该事项实现的相关事项的表决中做出否定的表决

。

（

三

）

若因本公司或深南电路的业务发展

，

而导致本公司的业务与深南电路的业务发生重合而可能构成同业竞争

，

本

公司承诺

，

深南电路有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权

，

或本公司通过合法途径促使本公司所控制的

全资

、

控股企业或其他关联企业向深南电路转让该等资产或股权

，

或本公司通过其他公平

、

合理的途径对业务进行调整

，

以避免与深南电路的业务构成同业竞争

。

在本公司为深南电路实际控制人期间

，

上述关于避免同业竞争的承诺持续有效

。 ”

３

、

董事

、

监事及高级管理人员同业竞争情况

截至本招股意向书摘要签署之日

，

本公司董事

、

监事及高级管理人员未在境内外投资或从事与本公司主营业务构成

竞争或可能构成竞争的业务

；

本公司董事

、

监事及高级管理人员也未在与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的企

业或单位担任管理职位

。

（

二

）

关联交易

１

、

经常性关联交易事项

（

１

）

关联方采购

报告期内

，

本公司对关联方采购的情况如下表所示

：

期间 关联方名称 采购内容 金额

（

万元

）

占当期采购

总额的比例

占当期营业成本的比

例

２０１７

年

１－６

月

奥士康精密 多制程加工

２

，

２３３．９７ １．５６％ １．０６％

飞亚达科技 铜金属基

１０２．６７ ０．０７％ ０．０５％

正业科技

ＰＣＢ

辅材

４５．５８ ０．０３％ ０．０２％

贵州红林机械有限公

司

ＰＣＢＡ

元器件

０．９６ ＜０．０１％ ＜０．０１％

合计

－ ２

，

３８３．１８ １．６６％ １．１４％

２０１６

年

度

奥士康精密 多制程加工

２

，

９１５．７７ １．０９％ ０．８０％

飞亚达科技 铜金属基

４７９．１４ ０．１８％ ０．１３％

正业科技

ＰＣＢ

辅材

２９０．８８ ０．１１％ ０．０８％

ＭＯＳ Ｅ ＰＣＢ

原材料

２３．００ ＜０．０１％ ＜０．０１％

中航

（

重庆

）

微电子有

限公司

ＰＣＢＡ

元器件

１０．５９ ＜０．０１％ ＜０．０１％

贵州红林机械有限公

司

ＰＣＢＡ

元器件

１．９９ ＜０．０１％ ＜０．０１％

珠海元盛电子科技股

份有限公司

ＰＣＢ

原材料

０．２４ ＜０．０１％ ＜０．０１％

合计

－ ３

，

７２１．６１ １．３９％ １．０２％

２０１５

年

度

奥士康精密 多制程加工

１

，

７２１．０９ １．００％ ０．６２％

飞亚达科技 铜金属基

１

，

１６６．７４ ０．６８％ ０．４２％

正业科技

ＰＣＢ

辅材

２３１．９８ ０．１４％ ０．０９％

ＭＯＳ Ｅ ＰＣＢ

原材料

２４．３３ ０．０１％ ０．０１％

中航光电科技股份有

限公司

ＰＣＢＡ

元器件

２．１２ ＜０．０１％ ＜０．０１％

贵州红林机械有限公

司

ＰＣＢＡ

元器件

１．３１ ＜０．０１％ ＜０．０１％

合计

－ ３

，

１４７．５７ １．８４％ １．１３％

２０１４

年

度

飞亚达科技 铜金属基

２

，

４４４．７０ １．１４％ ０．８６％

奥士康精密 多制程加工

１

，

６２１．９４ ０．７６％ ０．５７％

正业科技

ＰＣＢ

辅材

３８６．５６ ０．１８％ ０．１４％

中航光电科技股份有

限公司

ＰＣＢＡ

元器件

２．１２ ＜０．０１％ ＜０．０１％

ＭＯＳ Ｅ ＰＣＢ

原材料

１．６１ ＜０．０１％ ＜０．０１％

合计

－ ４

，

４５６．９２ ２．０８％ １．５６％

注

：

关联方昆山市正业电子有限公司属于广东正业科技股份有限公司控制的企业

，

交易金额合并计算

，

交易金额不

包括向正业科技采购设备的金额

。

１

）

关联采购内容和原因

公司关联采购对象主要为飞亚达科技和奥士康精密

。

报告期内

，

公司向飞亚达科技

、

奥士康精密合计采购金额占当

期关联采购金额的比重分别为

９１．２４％

、

９１．７５％

、

９１．２２％

和

９８．０５％

，

公司向主要关联方采购内容和原因如下

：

①

向飞亚达科技采购的内容和原因

飞亚达科技为飞亚达

（

集团

）

股份有限公司

（

证券简称

：

飞亚达

Ａ

，

证券代码

：

００００２６．ＳＺ

）

的全资子公司

，

与公司同属中

航工业和中航国际控股控制

，

系一家专业从事高精度钟表零配件的设计和制造

、

光通信

、

电子

、

医疗器械等行业精密零部

件生产加工和技术开发的企业

。

公司生产的高中端印制电路板产品对铜金属基的精度要求较高

。

飞亚达科技生产的铜金属基精度

、

工艺水准和产能

规模均符合公司的相关需求

。

报告期内

，

公司向飞亚达科技采购多种型号的铜金属基

，

用于制造高中端射频产品印制电

路板的散热部件

。

②

向奥士康精密采购的内容和原因

奥士康精密系奥士康科技股份有限公司的子公司

，

公司独立董事王龙基担任奥士康科技股份有限公司的独立董事

。

奥士康精密主要从事高密度印制线路板的研发

、

生产和销售

。

近年来

，

印制电路板市场需求更趋多元化

、

定制化

，

公司业务规模不断扩大

，

但部分生产环节仍存在瓶颈

，

对产能释

放存在制约

。

鉴于奥士康精密的产能规模

、

产品性能

、

价格

、

供货周期基本符合公司要求

，

公司委托奥士康精密代工印制

电路板生产工序的多道制程

，

以缓解自身产能压力

。

２

）

关联采购价格的公允性

①

公司向飞亚达科技采购价格的公允性分析

报告期内

，

公司向飞亚达科技采购各类型号的铜金属基

，

此外

，

公司还向深圳市尊德实业有限公司等非关联方采购

铜金属基

。

公司向飞亚达科技和其他非关联方采购铜金属基情况如下

：

单位

：

万元

项目

２０１７

年

１－６

月

２０１６

年度

２０１５

年度

２０１４

年度

公司对飞亚达科技采购金额

１０２．６７ ４７９．１４ １

，

１６６．７４ ２

，

４４４．７０

公司对非关联方采购金额

７４４．７３ １

，

９１４．０１ ９２８．２２ ３

，

３９２．１１

公司采购铜金属基金额

８４７．４０ ２

，

３９３．１５ ２

，

０９４．９６ ５

，

８３６．８１

公司对飞亚达科技采购占同类原材料采

购总额比例

１２．１２％ ２０．０２％ ５５．６９％ ４１．８８％

飞亚达科技销售收入总额

２

，

３２０．１３ １２

，

８９５．２５ １７

，

１９６．６２ １６

，

９５１．４４

公司采购额占飞亚达科技销售总额的比

例

４．４３％ ３．７２％ ６．７８％ １４．４２％

报告期内

，

公司向飞亚达科技采购的铜金属基金额为

２

，

４４４．７０

万元

、

１

，

１６６．７４

万元

、

４７９．１４

万元和

１０２．６７

万元

，

占铜金属

基采购总额的

４１．８８％

、

５５．６９％

、

２０．０２％

和

１２．１２％

。

报告期内公司向飞亚达科技采购的铜金属基的金额与占比显著下降

。

报告期内

，

飞亚达科技生产的铜金属基产品全部销售给本公司

，

但该项收入占其销售收入的比例仅为

１４．４２％

、

６．７８％

、

３．７２％

和

４．４３％

。

公司向飞亚达科技采购的金额及占飞亚达科技销售总额的比例较低且逐年下降

。

飞亚达科技的经营对公

司不存在重大依赖

。

报告期内

，

公司向飞亚达科技采购金额较大的部分型号均价与向非关联方采购的均价比较如下

（

考虑数据可比性

，

仅选取部分型号

）：

采购金额

：

万元

，

采购均价

：

元

／

件

年度

铜金属基

型号

飞亚达科技 非关联方

价格差异率

采购金额 采购均价 采购金额 采购均价

２０１７

年

１－６

月

１１２１０５３６７ ９．１６ ３．３８ ９．０１ ５．９８ －４３．５７％

１１２１０５６２５ ７．０７ ２．３８ ７．８５ ２．５６ －７．１８％

１１２１０５２８９ １．４４ ２．３９ ６．０３ ２．３９ ０．００％

小计

１７．６７ ２．８１ ２２．８９ ３．２３ －１２．９５％

２０１６

年度

１１２１０２８９１ １２２．３５ ２．０８ １７３．４７ １．８９ １０．１８％

１１２１０２９９４ ６３．０３ ２．９９ ３．９７ ２．４３ ２３．０８％

１１２１０５４１５ １７．７０ ２．７４ ６．４７ ２．７４ ０．００％

小计

２０３．０８ ２．３５ １７７．８２ １．９０ ２３．８５％

２０１５

年度

１１２１０３４９８ １９９．３２ ３．９６ ９７．０２ ３．１２ ２６．９２％

１１２１０２８９１ １３８．４６ ３．４２ １０４．２６ ３．８９ －１２．０８％

１１２１０３３１３ １１０．６５ ４．０５ ３０．２７ ４．２３ －４．２６％

１１２１０３３１４ ５３．１２ ３．４１ １８．２２ ３．５０ －２．５７％

１１２１０３０３０ ３９．９６ ５．７９ ９．８１ ６．５４ －１１．４７％

１１２１０３７５０ ３５．３９ ４．９８ １２．５７ ４．６３ ７．５６％

１１２１０３３６６ ３５．０９ ５．０９ ２．５１ ４．９６ ２．６２％

１１２１０３８６１ ３３．０９ ７．５９ ４９．４５ ９．１８ －１７．３２％

小计

６４５．０８ ４．０６ ３２４．１１ ４．０３ ０．７４％

２０１４

年度

１１２１０２８９１ ３４９．２１ ５．３５ ６９７．７５ ４．７６ １２．３９％

１１２１０２９９４ ２４０．０５ ４．６９ ７７．１４ ４．５０ ４．２２％

１１２１０２８９０ ２３１．１９ ５．００ ２６５．６１ ４．４４ １２．６１％

１１２１０２４４９ １８４．５９ ４．８２ １９２．６６ ４．４０ ９．５５％

小计

１

，

００５．０３ ５．００ １

，

２３３．１７ ４．６１ ８．４６％

注

：

采购均价均为加权平均单价

；

平均值指选取型号当期采购加权平均单价

；

差异率

＝

（

飞亚达采购均价

－

非关联方采

购均价

）

／

非关联方采购均价

。

报告期以前

，

公司的铜金属基供应以飞亚达科技为主

。

随着射频产品印制电路板订单需求的快速增长

，

公司对相关

铜金属基原材料的采购需求也大幅提高

。

为满足订单生产需求

，

公司不断加强供应链优化

，

有序引入其他供应商

，

完善竞

争报价机制

。

２０１４

年度

、

２０１５

年度

，

公司扩大铜金属基公开招标采购的规模

，

提升新供应商的采购规模

。

公司向飞亚达科技

采购铜金属基的平均价格与向非关联方采购的整体平均价格差异较小

。

２０１６

年度

，

由于铜金属基市场价格波动较大

，

公

司动态调整铜金属基的采购安排

，

导致公司向不同供应商采购部分型号铜金属基的平均价格存在一定差异

。

２０１７

年

１－６

月

，

公司向飞亚达科技采购的部分型号铜金属基价格与向非关联方采购价格存在一定差异

，

主要系采购

的方式和批量不同

，

通过协商议价方式向非关联供应商采购打样产品的平均价格相对较高

。

②

向奥士康精密采购价格的公允性分析

报告期内

，

受产能限制

，

公司委托多家厂商为公司加工印制电路板生产过程中的部分制程

。

除奥士康精密以外

，

公司

的外协厂商还包括博敏电子

、

广东骏亚电子科技股份有限公司

、

胜宏科技等

，

公司对奥士康精密的采购情况如下

：

单位

：

万元

项目

２０１７

年

１－６

月

２０１６

年度

２０１５

年度

２０１４

年度

公司对奥士康精密的采购金额

２

，

２３３．９７ ２

，

９１５．７７ １

，

７２１．０９ １

，

６２１．９４

奥士康精密外协收入

２

，

８９１．５８ ３

，

４１１．７５ １

，

８０２．８７ ２

，

１１４．３８

奥士康精密销售收入总额

３９

，

１８９．７９ ７３

，

４５５．２３ ６３

，

６０２．０３ ５４

，

４５２．９７

公司外协费用总额

２５

，

２０９．２４ ４５

，

１３９．９２ １８

，

３４１．９８ ３１

，

２９４．７８

公司对奥士康精密的采购金额占奥士康精密外

协收入的比例

７７．２６％ ８５．４６％ ９５．４６％ ７６．７１％

公司对奥士康精密的采购金额占奥士康精密销

售收入的比例

５．７０％ ３．９７％ ２．７１％ ２．９８％

公司对奥士康精密采购金额占公司外协费用总

额的比例

８．８６％ ６．４６％ ９．３８％ ５．１８％

报告期内

，

公司对奥士康精密的采购金额占公司外协费用合计的比重分别为

５．１８％

、

９．３８％

、

６．４６％

和

８．８６％

，

占比较低

，

对公司经营不构成重大影响

。

报告期内

，

公司对奥士康精密的采购金额占奥士康精密外协收入的比例分别为

７６．７１％

、

９５．４６％

、

８５．４６％

和

７７．２６％

，

但占

其销售收入的比例分别为

２．９８％

、

２．７１％

、

３．９７％

和

５．７０％

。

因此

，

奥士康精密为深南电路代工金额占其销售收入比例较低

，

其

经营对深南电路不存在依赖

。

印制电路板生产过程中的工序较多

，

工艺难度和耗用成本差异较大

，

不同外协厂商生产的工序

、

使用的材料不同

，

导

致外协厂商之间的业务量和费用结算金额差异较大

，

不具有可比性

。

基于原材料价格

、

加工难度

、

加工工序数量等因素

，

公司与奥士康精密友好协商确定价格

，

定价方式符合行业惯例

，

相关定价较为合理

、

公允

。

３

）

关联采购的变动趋势

报告期内

，

深南电路向关联方采购的金额分别为

４

，

４５６．９２

万元

、

３

，

１４７．５７

万元

、

３

，

７２１．６１

万元和

２

，

３８３．１８

万元

，

分别占公

司采购总额的

２．０８％

、

１．８４％

、

１．３９％

和

１．６６％

，

关联方采购金额占整体采购金额比重较小

，

且整体呈下降趋势

。

（

２

）

关联设备采购

报告期内

，

公司发生的关联设备采购全部为向正业科技采购其自产或代理的印制电路板生产监测辅助设备

。

其中

，

正业科技自产的设备包括切片取样机

、

Ｘ－ｒａｙ

检查机

、

半固化无尘自动裁切机等

，

代理销售的设备包括日本尼康三次元测

量仪

、

牛津铜箔测厚仪等

。

２０１４

年度

、

２０１５

年度和

２０１６

年度

，

公司向正业科技采购设备金额分别为

２０４．８１

万元

、

８４．４０

万元和

９２．８６

万元

，

累计占

２０１６

年末公司机器设备原值的比例为

０．１５％

，

占比较小

，

未对公司经营构成重大影响

。

２０１７

年

１－６

月

，

公司未向关联方采购

设备

。

（

３

）

关联租赁

报告期内

，

公司根据需要向深圳中航城发展有限公司租赁位于深圳市南山区侨香路中航沙河工业区内的多套宿舍用房

和厂房

，

同时接受中航物业管理有限公司的物业管理服务

。

房屋租赁费与物业管理费均与租赁的房屋建筑物面积相关

，

公司关联租赁的租金及相关物业管理费情况如下

：

单位

：

万元

关联方名称 交易内容

２０１７

年

１－６

月

２０１６

年度

２０１５

年度

２０１４

年度

深圳中航城发展有限公司 房屋建筑物租赁

－ － ５３．１２ １５９．３７

中航物业管理有限公司 接受物业管理劳务

－ ６．５２ １９．５５

合计

－ － ５９．６４ １７８．９２

报告期内

，

公司发生的关联租赁费用及物业管理费的金额较小

，

未对公司经营业绩构成重大影响

。

２０１５

年度

，

深圳南

山厂区搬迁完成后

，

公司不再租赁关联方房产

。

（

４

）

关联方销售

报告期内

，

公司向关联方销售商品及提供劳务的情况如下表所示

：

单位

：

万元

期间 关联方名称 关联交易内容 销售收入

占当期营业收入

的比例

２０１７

年

１－６

月

中航光电科技股份有限公司 销售商品

２２４．５０ ０．０８％

中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 销售商品

２１７．０４ ０．０８％

ＭＯＳ Ｅ

销售商品

１８３．５５ ０．０７％

中航华东光电有限公司 销售商品

６３．７７ ０．０２％

中航海信光电技术有限公司 销售商品

６２．４５ ０．０２％

天津航空机电有限公司 销售商品

５７．０８ ０．０２％

中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究

所

销售商品

１６．３４ ０．０１％

贵阳航空电机有限公司 销售商品

１４．８４ ０．０１％

华进半导体 销售商品

１１．３５ ＜０．０１％

上海航空电器有限公司 销售商品

９．１８ ＜０．０１％

中航华东光电

（

上海

）

有限公司 销售商品

２．３０ ＜０．０１％

中航工业西安飞行自动控制研究所 销售商品

２．１８ ＜０．０１％

中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 销售商品

０．６８ ＜０．０１％

飞亚达

（

集团

）

股份有限公司 销售商品

０．４３ ＜０．０１％

中航

（

重庆

）

微电子有限公司 销售商品

０．３７ ＜０．０１％

合计

－ ８６６．０７ ０．３２％

２０１６

年度

ＭＯＳ Ｅ

销售商品

５８６．０９ ０．１３％

中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 销售商品

３４９．００ ０．０８％

中航光电科技股份有限公司 销售商品

１４６．８９ ０．０３％

中航海信光电技术有限公司 销售商品

９６．１９ ０．０２％

天津航空机电有限公司 销售商品

９３．０３ ０．０２％

奥士康精密 提供劳务

５２．９０ ０．０１％

中航华东光电有限公司 销售商品

３６．８９ ＜０．０１％

成都亚光电子股份有限公司 销售商品

１６．８２ ＜０．０１％

中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究

所

销售商品

１４．９４ ＜０．０１％

贵阳航空电机有限公司 销售商品

１０．２１ ＜０．０１％

西安翔腾微电子科技有限公司 销售商品

１０．０９ ＜０．０１％

上海天马微电子有限公司 销售商品

７．３９ ＜０．０１％

华进半导体 销售商品

３．８５ ＜０．０１％

深圳中航集团培训中心 提供劳务

３．６０ ＜０．０１％

陕西航空电气有限责任公司 销售商品

３．１８ ＜０．０１％

中航工业西安飞行自动控制研究所 销售商品

２．３０ ＜０．０１％

奥士康科技股份有限公司 提供劳务

１．５５ ＜０．０１％

中国航空无线电电子研究所 销售商品

１．４２ ＜０．０１％

中航联创科技有限公司 销售商品

０．９１ ＜０．０１％

无锡市雷华科技有限公司 销售商品

０．４０ ＜０．０１％

天马微电子股份有限公司 销售商品

０．０２ ＜０．０１％

合计

－ １

，

４３７．６４ ０．３１％

２０１５

年度

ＭＯＳ Ｅ

销售商品

９１２．７３ ０．２６％

中航国际 提供劳务

６６０．３８ ０．１９％

上海天马微电子有限公司 销售商品

３８７．７６ ０．１１％

中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 销售商品

２５５．２６ ０．０７％

中航光电科技股份有限公司 销售商品

１６４．４７ ０．０５％

天津航空机电有限公司 销售商品

９６．８０ ０．０３％

上海中航光电子有限公司 销售商品

２０．４４ ＜０．０１％

中航海信光电技术有限公司 销售商品

１５．４２ ＜０．０１％

深圳市中航比特通讯技术有限公司 销售商品

１１．２７ ＜０．０１％

华进半导体 销售商品

９．８７ ＜０．０１％

贵阳航空电机有限公司 销售商品

６．２７ ＜０．０１％

无锡市雷华科技有限公司 销售商品

３．８６ ＜０．０１％

陕西航空电气有限责任公司 销售商品

３．４９ ＜０．０１％

中航工业西安飞行自动控制研究所 销售商品

１．９３ ＜０．０１％

天马微电子股份有限公司 销售商品

０．７２ ＜０．０１％

中航

（

重庆

）

微电子有限公司 销售商品

０．１７ ＜０．０１％

合计

－ ２

，

５５０．８２ ０．７２％

２０１４

年度

ＭＯＳ Ｅ

销售商品

４９４．３６ ０．１４％

中航技国际经贸发展有限公司 提供劳务

３９３．８１ ０．１１％

中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 销售商品

２５０．７４ ０．０７％

天马微电子股份有限公司 销售商品

３０．９６ ＜０．０１％

中航光电科技股份有限公司 销售商品

１９．６４ ＜０．０１％

上海中航光电子有限公司 销售商品

１９．１４ ＜０．０１％

华进半导体 销售商品

１３．３３ ＜０．０１％

上海天马微电子有限公司 销售商品

６．２７ ＜０．０１％

无锡市雷华科技有限公司 销售商品

１．６１ ＜０．０１％

天津航空机电有限公司 销售商品

１．５１ ＜０．０１％

合计

－ １

，

２３１．３６ ０．３４％

１

）

关联销售的内容

报告期内

，

公司主要向关联方客户销售印制电路板产品

，

向华进半导体

、

上海天马微电子有限公司销售少量电子装

联产品

；

为中航技国际经贸发展有限公司提供印制电路板设备招标咨询顾问服务

；

２０１４

年度和

２０１５

年度

，

公司受中航工业

委托

，

承研系统级封装

（

ＳｉＰ

）

研发项目

、

三维高密度封装基板技术开发项目

，

中航工业通过中航国际向深南电路支付技术

咨询费

。

２

）

关联销售的原因

作为国内印制电路板行业龙头企业

，

公司拥有较好的印制电路板设计

、

生产能力

，

特别是对于高多层

、

特殊工艺印制

电路板产品具有独特的技术优势

，

部分工艺技术处于国内领先水平

，

而且公司产品质量

、

品牌声誉较好

，

满足个性化要求

较高的样板

、

小批量印制电路板客户的需求

。

因此

，

报告期内

，

存在关联方向公司采购小批量定制化印制电路板产品的情

形

。

报告期内

，

深南电路向关联方销售商品或提供劳务的金额分别为

１

，

２３１．３６

万元

、

２

，

５５０．８２

万元

、

１

，

４３７．６４

万元和

８６６．０７

万元

，

占营业收入的比例分别为

０．３４％

、

０．７２％

、

０．３１％

和

０．３２％

，

占比较小

，

未对公司经营构成重大影响

。

３

）

关联销售的公允性

报告期内

，

公司主要关联销售的金额

、

数量和平均单价如下

：

年份 客户 产品类型

销售金额

（

万

元

）

销售量

（

㎡或片

）

均价

（

元

／

㎡或

元

／

片

）

２０１７

年

１－６

月

中航光电科技股份有限公司

印制电路板

１７０．８１ １０８．６３ １５

，

７２４．０７

模组

、

模块

５３．６９ ３

，

４５４ １５５．４５

中国航空工业集团公司雷华电子技

术研究所

印制电路板

２１７．０４ ６１．６２ ３５

，

２２２．７５

ＭＯＳ Ｅ

印制电路板

１８３．５５ ３８１．５２ ４

，

８１１．０４

２０１６

年度

ＭＯＳ Ｅ

印制电路板

５８４．０７ １

，

０８０．３９ ５

，

４１５．２９

中国航空工业集团公司雷华电子技

术研究所

印制电路板

３４９．００ ７９．８２ ４３

，

７２２．３４

中航光电科技股份有限公司 印制电路板

１４３．０５ ２８．０８ ５０

，

９３５．７１

２０１５

年度

ＭＯＳ Ｅ

印制电路板

９１２．７３ １

，

７２５．７６ ５

，

２８８．８６

上海天马微电子有限公司 电子装联

３８７．７６ ６８

，

１０９ ５６．９３

中国航空工业集团公司雷华电子技

术研究所

印制电路板

２５５．２６ ４３．０６ ５９

，

２７３．８１

中航光电科技股份有限公司 印制电路板

１６４．４７ １９．５４ ８４

，

１７１．７５

２０１４

年度

ＭＯＳ Ｅ

印制电路板

４９４．３６ ６５０．３０ ７

，

６０２．０７

中国航空工业集团公司雷华电子技

术研究所

印制电路板

２４８．０３ ９８．３８ ２５

，

２１１．４３

电子装联

２．７２ ９９ ２７４．７５

注

：

印制电路板

、

封装基板销售数量的单位为平方米

，

电子装联的销售数量为片

。

①

公司向

ＭＯＳ Ｅ

销售产品价格公允性分析

报告期内

，

公司销售金额较大的关联方客户主要为

ＭＯＳ Ｅ

，

其成立于

１９８４

年

，

注册地位于德国

，

主营业务为印制电路

板

、

电子设备以及各类设备和零件的生产销售

，

在欧洲市场拥有较强的市场影响力并已积累较多优质客户资源

。

公司与

ＭＯＳ Ｅ

的参股子公司

ＭＯＳ Ｇ

合资设立

Ｇｌａｒｅｔｅｃ

公司

，

共同拓展欧洲市场

。

鉴于公司具有较强的印制电路板生产设计能力

，

ＭＯＳ Ｅ

向公司采购工艺较为复杂

、

特殊工艺生产工序较多

、

加工难

度较大的刚挠结合板及埋盲孔印制电路板产品

。

报告期内

，

公司向

ＭＯＳ Ｅ

销售刚挠结合板及埋盲孔印制电路板产品的收

入占同类型产品销售收入的比例分别为

１．４４％

、

３．５８％

、

１．１３％

和

０．５２％

。

总体而言

，

公司向

ＭＯＳ Ｅ

销售主要产品的价格与公

司向非关联方销售同类产品价格不存在重大差异

，

关联交易定价较为公允

，

且公司向

ＭＯＳ Ｅ

销售产品金额占同类产品销

售总额的比重较小

，

未对公司经营构成重大影响

。

公司向

ＭＯＳ Ｅ

销售的产品主要采用埋盲孔和刚挠结合板工艺

，

加工难度较大

，

销售价格相对较高

。

报告期内

，

公司向

ＭＯＳ Ｅ

销售的主要产品

（

埋盲孔工艺

、

刚挠结合板

）

情况及与公司同类产品综合平均价格的比较如下

：

产品

类别

年度

ＭＯＳ Ｅ

非关联方

价格差异

率

销售数量

（

㎡

）

销售金额

（

万元

）

销售平均价

（

元

／

㎡

）

销售数量

（

㎡

）

销售金额

（

万

元

）

销售平均价

（

元

／

㎡

）

埋盲

孔

２０１７

年

１－６

月

３４９．４４ １５９．９０ ４

，

５７５．７２ ５６

，

２０８．９０ ２３

，

９２０．９１ ４

，

２５５．７２ ７．５２％

２０１６

年度

１

，

０１５．６１ ５１５．９０ ５

，

０７９．６９ ７５

，

８２５．４２ ３４

，

２１１．４６ ４

，

５１１．８７ １２．５８％

２０１５

年度

１

，

５２１．１０ ７２４．０７ ４

，

７６０．１８ ２８

，

５４０．６０ １４

，

９５１．１１ ５

，

２３８．５４ －９．１３％

２０１４

年度

３８７．１３ ２４７．２６ ６

，

３８７．０４ ５３

，

０２２．０２ ２０

，

６７７．２２ ３

，

８９９．７４ ６３．７８％

刚挠

结合

板

２０１７

年

１－６

月

３２．０８ ２３．６６ ７

，

３７４．８９ １１

，

０４９．１６ １０

，

８８２．１７ ９

，

８４８．８７ －２５．１２％

２０１６

年度

４３．０３ ４８．０１ １１

，

１５７．４２ １３

，

３４８．０３ １４

，

０２９．４１ １０

，

５１０．４７ ６．１６％

２０１５

年度

１５０．９１ １４４．２３ ９

，

５５７．３８ ９

，

１７３．８８ ９

，

２８７．５２ １０

，

１２３．８８ －５．６０％

２０１４

年度

１４８．９７ １５０．９６ １０

，

１３３．８５ ５

，

９９４．４８ ７

，

０３２．６０ １１

，

７３１．７８ －１３．６２％

由于印制电路板价格受材料

、

层数

、

工艺

、

加工复杂程度

、

批量等因素的影响

，

各个客户销售的产品价格存在一定差

异

。

２０１４

年

，

公司向

ＭＯＳ Ｅ

销售的埋盲孔板产品价格比其他非关联客户销售价格相对较高

，

主要是由于向

ＭＯＳ Ｅ

销售的

用于高端汽车转向控制系统

、

３６０

度雷达照相的印制电路板层数较多

、

工艺更为复杂

，

生产成本较高

。

２０１７

年

１－６

月

，

由于

ＭＯＳ Ｅ

下游客户产品结构变化

，

向公司采购价格较低的双面板比例上升

，

导致刚挠结合板平均价格有所下降

，

整体采购

金额较小

。

除此以外

，

公司向

ＭＯＳ Ｅ

销售的产品与向其他客户销售的同类产品价格差异不大

。

总体而言

，

公司向

ＭＯＳ Ｅ

销售产品价格公允

。

②

公司向中航工业内部成员单位销售产品价格公允性分析

报告期内

，

公司向中航光电科技股份有限公司

、

中航工业雷华电子技术研究所等中航工业部分下属企业销售小批量

定制化印制电路板产品

，

技术要求较高

，

设计难度较大

，

在材料

、

工艺

、

层数

、

批量等方面与其他客户均存在较大差异

，

销

售价格与公司印制电路板产品平均销售单价略有差异

，

与其他客户产品价格的可比性不强

。

公司市场部对关联客户和非关联客户均执行统一的定价策略

，

即成本加成定价原则

。

市场部客户经理在评估客户定

制需求时

，

均需要提交财务部核算生产成本

，

报价中心根据财务部核算的生产成本加成一定利润率作为报价基础

。

利润

率视客户规模

、

长期合作情况有一定的幅度

。

对于不达预期利润率的订单

，

公司将停止报价并通知客户经理拒绝接单

。

（下转A42版）

（上接A40版）


